UBER UNS

Durch unser einzigartiges Netzwerk
von hoch spezialisierten Partnern sowie
durch die von den Firmengriindern einge-
brachte langjahrige Erfahrung bieten wir
dem Kunden ein Optimum an Kompe-
tenz hinsichtlich Qualitét, Liefertreue und
Wirtschaftlichkeit.

Wir sind fiir Sie ein Dienstleister bei der
Beschaffung der Leiterplatte bis hin zum
fertig entwickelten elektronischen Gerat.

Oder brauchen Sie professionelle Hilfe bei
speziellen Aufgabenstellungen auf dem Ge-
biet der Leiterplatten-, Dickschicht- oder
Diinnschichttechnik? Unsere Partner sitzen
an fiihrenden Instituten und kdnnen Sie mit
umfassender technologischer Dienstleis-
tung versorgen.

Profitieren Sie davon!

BERATRONIC GmbH
Oedenbergerstrafde 55-59
D-90491 Niirnberg

Telefon: +49 (0)911 - 408 70 440
Fax: +49 (0)911- 408 70 443

E-Mail: info@beratronic.com
Website: www.beratronic.com

BERATRONIC

PRODUKT- UND
SERVICEINFORMATIONEN

Leiterplatten
Baugruppen
Entwicklung
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LEITERPLATTENANGEBOT

FR-4 Leiterplatten bis 58 Lagen

Flex- und Semiflex-Leiterplatten bis 6 Lagen
Starrflex Leiterplatten bis 36 Lagen
Aluminium Leiterplatten

Kupfer IMS Leiterplatten

HF Leiterplatten

Keramik Leiterplatten Diinnschicht
Keramik Leiterplatten Dickschicht

SMD Laserschablonen

Lieferzeiten ab 3 AT

EMS TECHNISCHE DATEN

Layouterstellung Maximale Nutzengrofie bis 1500 x 670 mm

Materialbeschaffung Leiterplattendicke von 0,10 bis 17,50 mm
SMD-Bestiickung Kleinste Bohrung 0,075 mm
Hand- und halbautomatische Bestiickung Kleinste Leiterbahn/Abstand 50 pm
Reflow- und Wellenl6tung Kupferlage bis 1000 pm
Selektivlotung Lagenzahl bis 58

Automatische Optische Inspektion (AOI) Aspect Ratio 20:1

Rontgeninspektion Viaplugging

Systemmontagen Impedanzkontrolle *_
In Circuit Tests und Funktionspriifung Laser Microvias :".1‘:
Uberarbeitung und Reparatur Blind-, Buried Vias :‘

Basismaterialien: FR4, FR4 Hoch TG, FR4
halogenfrei, CEM1/3, Rogers, Keramic
Al203/AIN, Polyimid und andere

Rework-Station

& Kurze Lieferzeiten ab 3 AT

Oberflachen: = HAL  blei-
frei, HAL Pb/Sn, chem. Ni/
Au (ENIG), chem. Ni/Pd/
Au (ENEPIG), chem. Sn,
chem. Ag, OSP (Entek),
galv. Ni/Au, Carbon, Ag/Pt (Dickschicht-
technik) und andere

ENTWICKLUNG

Konzeption, Layouterstellung
Realisierung

Aufbau

Inbetriebnahme

Prototyp bis Serienfertigung

Reverse-Engineering

Reproduktion Scanservice
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